Zweiseitige Leiterplatte 0,3 mm

pch - smarter-together

Lagenaufbau
Ebene Komponente Dicke Cu Typ
(mm) (my)
Cu+galy . Cu 18+25
1 Tr-Lam 0.254
Cu+galv.Cu 18+25
2
Basismaterialdicke: 0,29 +/-10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lotstoppmaske: 0,40 +/-10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

* minimale Kupferenddicken gemalf3 IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslocher [A] End-@ 2 150 um
(Vias)
Viapad-@ 2 450 um
Leiterbild Aul3enlagen
Standard Leiterbreite bei 18 um Grundkupfer =100 pm
Leiterabstand bei 18 um Grundkupfer = 120 ym
Leiterbreite bei 35 um Grundkupfer 2 130 um
Leiterabstand bei 35 um Grundkupfer 2 175 um
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